
微細切刃と微小駆動を用いた

「表面・界面の物性解析技術」「化学分析用の前処理加工技術」

Surface And Interfacial Cutting Analysis System

EN-WA型
従来EN型に「X軸電動ステージ」追加

自動切片作製機能
従来の他手法では困難な平面試料の広範囲表層採取を

「高精度」「自動的」「短時間」に実現。

採取した試料表層部の切片を

湿式分析や熱分析に活用できます。

型式 EN-WA型

「塗膜の剥離強度測定」

「多層フィルムの剥離強度測定」

「金属メッキ膜の剥離強度測定」

「材料表層部のせん断降伏強度解析」

「リチウムイオン電池の活物質層の強度解析」

「表面分析の前処理断面出し」etc

に活用できます。

ミクロンオーダー

(目安評価膜厚1～500μm)



お問い合わせ　http://azscience.jp
本　　社　〒399-8754 長野県松本市村井町西2-3-35　
東京本社　〒135-0014 東京都江東区石島2-14 ImasRiverside 2F
・東京・西東京・横浜・小田原・埼玉・千葉・宇都宮・高崎・つくば・水戸・仙台・山形
・秋田・郡山・新潟・長野・松本・甲府・大阪・和歌山・名古屋・金沢・静岡・御殿場


